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２．企業概況

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

ﾌﾘｶﾞﾅ

窓口担当

事業内容 U　R　L

主要製品

ﾌﾘｶﾞﾅ

住所

電話/FAX E-mail

資本金（百万円） 90 設立年月日 売上（百万円） 8,500 従業員数

登録No.　３－０４３
わが社の「ひとわざ（一技）」PRシート

分類No：　３．メッキ加工

１．概要（２００字目安）

半導体実装におきましては、特に自動車等の電子化の流れの中、ハイパワー化が進み、従来のアルミ
ワイアー実装での信頼性確保が難しい製品があり、実装性向上のため、無電解めっき法によりアルミ
電極へメタルパッドを形成し、歩留まりの向上を図ることができる。

特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入（取引）実績　他

①ISO9001、ISO14001②車載、ハイパワー製品向け電子部品、エレクトロニクス関連

ひとわざ（一技）名： 半導体ウエハーアルミパッドへのボンディング用無電解金めっき加工

ヤマトデンココウギョウ　カブシキガイシャ ハラ　フサトシ

会社名 大和電機工業株式会社

原　房利

ハラ　マサヒロ

原　雅廣

1944年4月 400

電子基板・部品・材料への機能めっき加工 http://www.yamato-elec.co.jp

電子基板・部品・材料への機能めっき加工

　　　　　　　　　　　ナガノケンスワグンシモスワマチ

〒393-0043 長野県諏訪郡下諏訪町5451

0266-27-3246 / 0266-27-3243 mash@yamato-elec.co.jp

メタルキャップの形成事例

Confidential

【メタルキャップによるボンダビリティの改善】
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○Alパッド上に無電解Ni/Pd/AuめっきによるUBMを形成し、顧客にてCuワイヤー実
装評価を実施。

※ボンディングのプロセスウィンドウが
Alパッドより大幅に改善

＜ボールシェア強度＞

※プロービング前・後ともにボンディング条件を変化させ
てもボールシェア強度は安定しており、接合性は良好。

Pad構造の改善
○Pad構造の改善として、無電解めっきプロセスによるメタルキャップ形成がありま

す。メタルキャップ形成はプロービング前およびプロービング後のどちらで実施しても、
ボンディング特性の改善に効果があると考えられます。
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Siチップ

Al電極へのプローブによるダメージが無い状
態でメタルキャップを形成。

安定したボンディング特性の確保が可能

【プロービング前にメタルキャップを形成】

メタルキャップの最表面はAuめっきであるた
め酸化せず、プローブとのコンタクトが容易。
表面のダメージも少ないと考えられる。

Siチップ

Siチップ

ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ：無電解Ni/Pd/Auめっき
（無電解Ni/Auめっき）

Al電極へのプローブによるダメージがある状
態でメタルキャップを形成。 （※成膜は可能）

Siチップ

ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ：無電解Ni/Pd/Auめっき
（無電解Ni/Auめっき）

【プロービング後にメタルキャップを形成】
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